Epelg,

EE AHAQZH 2YMMOP®Q2zH2
Ap16.: BH-705/18/B/01
HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®wAavsia

SNAWVOUHE pe ATOKAELOTIKA oG UBUVN OTL TO TTPOIdV:

Movtélo: BH-705

SUUMOPDWVETOL E TA TTOPAKATW TPOTUTIA KoL TtpoSLaypadEc:

HAektpopayvntiki cupBatotnta (HMZ)
EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02

EN 301 489-17 V3.1.1:2017-02

EN 55032:2015 Class B

EN 55035:2017

AcddAela
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +
A12:2011 + A2:2013

IXETIKA PE TO MEPLBAAAOV
EN 50581:2012

2014/53/EE:

JUotaon Tou SUMPBOUALOU GXETLKA UE TOV TTEPLOPLOWO TNG €KBECNC TOU EVPUTEPOU KOWVOU OE NAEKTPOUAYVNTIKA Tiedia

DAIMA
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016-11

‘EkOgon og padLocuxvoTnTEg
ETSI EN 62479:2010

To mpoidv mou avadEpeTal maparmdavw MANPol TG Baokég anattioelg Tng akdAoudng odnylag (odnyLwv):
O68nyia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B) kat 3.2
H o8nyia 2011/65/EE (RoHS — Meploplopog eMkivBuvwy ouoLwv)

Ko emionpaivetat pe tn onpavon CE:

Tomnog €kSoong: HMNA
E§ouclod6tnon nipoidvtog HMD Global Oy:

Yroypodn: m

‘Ovopa: Samuel W. L. Chin

Oéon:

Hp/via ék6oong: 2018-11-29

Chairman

H texvikn tekpnpiwon rnov adopd To mapandvw rpoidv tpeitat otnv: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®dwAavsia
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